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公司概况
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集团公司架构
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地理位置
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l 占地面积 ：20,000平米（一期基地）/ 50,000平米（二期基地）

l 员工人数                   ：1028人

l 注册资本                         ：RMB 50 Million

l 主要产品  ：GPP Wafer ：STD,FR,UF,SF(ASCUT&EPI),TVS

                                                                           Assembly：Axial Diode, SMD, Power Pack(TO/ITO),Bridge

                                                                            Diffusion Preform: Phosphorus paper,Boron paper

l 资质认证                                  ： ISO9001/ IATF16949/ISO14001/IECQ-HSPM 

一期基地 二期基地

公司概要
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核心竞争优势

  Core Advantage
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电源 、  家电、  
通信 、  工控、  
安防 、  仪表、  
汽车电子、新能
源等全领域

 

4 寸 / 5 寸 GPP         
4寸 /5寸
TVS/Zener
4寸SCR/TRIAC

轴式二极管 、
贴片二极管、
整流桥系列、
TO/ITO系列
SCR/TRIAC

4寸/5寸/6寸膜
状磷硼扩散源、
中性纸源；
太阳能光伏专
用膜状扩散源

全产业链（IDM）优势
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1）核心管理层在行业内知名外资企业产品研发/品质管理/生产运营工作经验；

2）主要管理团队成员均为自主培养，具备优秀的管理思维和执行能力。

Y1999
汪良恩先生（现安芯集

团董事长）带领团队在

台湾半导体（TSC）成

功研发出Photo Glass工

艺GPP芯片产品，为当

时国内第一条量产的

PG-GPP芯片生产线。

Y2003
汪良恩先生带领技术团队在上海

海湾电子（Gulf）成功设立了

Photo Glass工艺GPP芯片生产

线，填补了Gulf在PG-GPP产品

线上的空白。

Y2007
李建利先生（现安芯集团

TVS产品技术负责人）带领

技术团队在深圳君耀（BK）

设立了TVS产品线，为国内

最早量产TVS产品的公司之

一。

Y2009
汪良恩先生领军的技术和管

理团队在扬州 成功创建了杰

利半导 体（扬杰旗下芯片子

公司），为扬杰 GPP芯片以

及成品业 务的快速拓展打下

了 坚实基础。

管理团队优势
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p 林照煌 - 集团公司董事长特助

p 王泰国 - 集团公司品质/销售副总

p 杨华 - 安美运营副总技术带头人

p 王锡康 - 芯源微总经理技术负责人

核心团队成员

1）30余年半导体芯片及元器件技术研发经验，业内资深GPP芯片技术专家；
2）曾先后就职于TSC/Gulf/YJ等知名半导体企业，帮助上述企业完成GPP芯片线的创建及提升；
3）目前主管集团公司研发和品质工作。

1）2001年毕业于西安交通大学管理学院，业内资深品质管理专家，从事品质管理工作20余年；
2）与电子行业国际知名企业Apple、Samsung、Philips、Delta等丰富的品质合作经验；
3）汽车行业五大质量管理工具资深内训师，在半导体行业品质管理实务运作中取得良好成效。

1）工业电气自动化专业，具有20余年半导体元器件制造经验；
2）曾先后就职于MIC/Gulf/YJ等知名半导体企业；
3）熟知分立器件系列产品的全部封装制程，丰富的半导体元件封测技术及生产管理经验。

1）国内半导体膜状扩散源专家，纸源研发和制造20余年；
2）成功研发膜状扩散源产品并形成国内第一条量产生产线；
3）是国内唯一掌握纸源技术的专家，拥有多项发明及实用新型专利和专有技术。

p 张小明 - 安芯常务副总
1）具有20余年半导体元器件制造经验，生产和项目管理专家，安芯电子创始人之一；
2）曾就职于Gulf/TSC知名半导体企业，全程参与海湾电子GPP产品线的设立；
3）拥有20项实用新型专利。
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1）公司是国家高新技术企业和安徽省省认定企业技术中心；

2）公司核心管理层在半导体材料+芯片+封测领域均具有非常丰富的产品+制程研发设计能力；

3）公司在上述领域拥有28项发明专利和200项实用新型专利。

研发技术优势
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独特的品质系统架构设计   在线数据检测及SPC系统

IATF16949/ISO9001/ISO14001体系认证   完备的Hi-rel试验系统及FA失效分析能力

完善的品控系统



专业进取                       客户至上                       人尽其才                       亲如一家

p安芯芯片选用业内先进的低阻抗、

缓变结扩散技术；

p可有效提升产品耐反向浪涌冲击的

性能，极大的提高了成品的Hi-rel

能力。

p  PG工艺的产品结构切割时不需要切割玻
璃而只切割硅层，彻底改善了由于切割
导致玻璃隐裂的潜在失效风险;

p PG工艺的产品增加了LTO膜的保护，可
避免封装制程焊锡压玻璃，提升产品可
靠性。

p全自动/全程软体监控的进口
LPCVD设备；

p行业领先的SIPOS技术理论及工艺
控制方法；

p 20余年的SIPOS生产技术经验。

p先进的PG工艺技术，从产品设计上提升
了芯片的可靠性； 

p玻璃/SIPOS /LTO 三层钝化保护，显著
提升了芯片的VC能力以及封装良率;

p先进的TVS芯片扩散技术，10V以下产品
的IR可以控制在50uA以内。

工艺制造优势
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主要产品

Main Products



专业进取                       客户至上                       人尽其才                       亲如一家

Sm
al

l S
ig

na
l

Di
od

es
Br

id
ge

Current Product 

产品封装系列
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Current Product 

主要核心产品-车规级STD-GPP芯片

u核心工艺
PG/DB+LPCVD ( SIPOS+LTO )

u产品优势： 
1）行业领先的Photo Glass、D/B工艺技术，从技术上提升了芯片的可靠性。
2）Sipos (半绝缘多晶硅）+Glass（玻璃）+LTO (低温氧化膜）三层钝化保护，显著提升了芯片的抗高 温能力以及
     封装良率。
3）低阻抗扩散技术、极大的提升了芯片的抗反向浪涌冲击能力，充分降低了器件的失效率,从而提高了器件的可靠性。
4）产品已通过SGS三方实验室AEC-Q101测试，5年汽车客户供货经历。

u芯片结构图

剖面图正视图(方形) 正视图 (六边形)
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主要核心产品-雪崩型超高压STD芯片

u核心工艺
FZ+Photo Glass (或者 Double Moat)+LPCVD (Sipos+LTO)

u产品优势  
1）采用双沟、宽玻璃的玻璃钝保护技术，较大的提升了芯片的玻璃钝化保护性能。 
2）采用Sipos (半绝缘多晶硅）+Glass（玻璃）+LTO (低温氧化膜）三层钝化保护，极大的提升了芯片的抗高压、
      抗高温性能。
3）低应力、缓变结的扩散技术，极大的提升了芯片的雪崩特性、高耐反向浪涌冲击能力、高可靠性能力。

u芯片结构图

正视图 剖面图（Single Moat） 剖面图(Double Moat)
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主要核心产品-高可靠性FRD-GPP芯片

u核心工艺
Photo Glass +LPCVD (Sipos+LTO)

u产品优势  
1）行业领先的Photo Glass工艺技术，从技术上提升了芯片的可靠性。 
2）Sipos (半绝缘多晶硅）+Glass（玻璃）+LTO (低温氧化膜）三层钝化保护，显著提升了芯片的抗高温能力以及
      封装良率。
3）快速且一致性好的TRR分布。
4）有竞争性的成本及价格。

u芯片结构图

正视图 剖面图
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主要核心产品-高可靠性FRED-GPP芯片

u核心工艺
Photo Glass +LPCVD (Sipos+LTO)

u产品优势  
1）采用行业领先的Photo Glass工艺技术，从基础上提升了芯片的可靠性。
2）采用多层外延技术，显著提升了产品的软恢复特性，增强了产品的抗线路的冲击的能力，提升了产品的可靠性。
3）均匀的TRR分布以及超低的VF分布，体现了芯片优良的常温特性。

u芯片结构图

正视图 剖面图
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主要核心产品-车规级TVS/Zener-GPP芯片

u核心工艺
PG/DB +LPCVD (Sipos+LTO)

u产品优势  
1）行业领先的Photo Glass工艺技术，从技术上提升了芯片的可靠性。 
2）Sipos (半绝缘多晶硅）+Glass（玻璃）+LTO (低温氧化膜）三层钝化保护，显著提升了芯片的VC能力以及
      封装良率。
3）行业领先的TVS芯片扩散技术，10V以下600W产品IR可以控制在50UA以内。
4）产品已通过SGS三方实验室AEC-Q101测试，5年以上汽车客户供货经历。

u芯片结构图

截面图（双向）截面图（单向）Current Product 正视图(方形) 正视图 (六边形)



专业进取                       客户至上                       人尽其才                       亲如一家

l 5年以上汽车一级供应商客户合作经验。

l 汽车电子制程方法确保工艺参数控制免出错。

l 先进的自动化生产设备确保产品精度和稳定的可靠性。

l 先进的MES制造系统监控产品生产流程。

l 所有产品开发均按照APQP流程进行管理。

     IF : 1A ~100A

             IF : 1A ~60A

      Power: 200W ~30KW

     IF : 0.125A ~0.25A

    Power: 200mW~500mW

  IF : 0.03A ~1A

             IC : 0.1A ~1.5A

VBR: 50V~2000V

VBR: 20V~250V

VWM: 5.0V~500V

VBR: 75V ~250V

Voltage: 2.4V~47V

VBR: 20V~100V

VCBO: 30V~300V

主要核心产品-车规系列

DO-218      SMA    SMB      SMC     SOT-23    SOD-123  SOD-323   SOD-523      S0D-123FL    TO-277  DO-41   DO-15          DO-27             R-6           Prossfit  
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主要核心产品-MOSFET
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主要核心产品-模块/IGBT
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主要核心产品-SIC系列
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产品主要应用领域
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整车ECU电控单元应用场景
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汽车发动机点火器应用场景
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 新能源充电桩应用场景
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 新能源电站应用场景
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 智能电表应用场景
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 通讯基站应用场景
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 安防系统应用场景
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 工控电源应用场景
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 PD快充应用场景
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品质控制系统
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QMS/AEC-Q/EMS/HSPM资质认证
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AEC-Q101颁证仪式
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AEC-Q101颁证仪式
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PAT Limit

Internal Spec Limit

Parts Average Test 项目

我们执行 PAT (部件平均测试) 程序以进一步剔除在产品规格以内但电性数据分布离散的产品.历史数据显示此类产品

有引发产品质量和可靠性问题的风险. PAT技术的使用也能够及时有效的反映出制程的变异，以便及时有效的采取预防

改善对策，避免质量事故的发生。



专业进取                       客户至上                       人尽其才                       亲如一家

STBL (单项统计不良管控)
-是经计算的单项测试项目控制限，通常应用于可能导

致潜在可靠性或质量隐患的关键测试参数，用于辨识和

捕捉异常产品批次。

SYL (总统计良率管控)
-是经过多批次产品良率表现计算的产品总良率管控限，

用于辨识和捕捉制程中产品良率异常批次以发现潜在

的产品质量问题。

SYL/STBL管控项目
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Layered Process Audits (LPA)是一种有效的风险预防和探测管理工具，LPA稽核小组由公司不同职能部门的人员组成（品质、技
术、设备、生产等），从不同角度发现制程潜在风险并予以改善，目前LPA稽核项目包括：
a）客诉改善项目；
b）内部异常改善项目；
c）客户稽核CA项目；
d）产品线品质风险确认。

LPA/VDA分层审核
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玻璃层

硅层

P+

N

N+

FA失效解析能力
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Hi-rel高可靠性实验室
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Hi-rel高可靠性实验设备
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5 Key Accounts

重点合作客户
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芯片/器件重点OEM客户
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整车领域重点合作客户
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其他应用领域重点合作客户
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车规品 VS 非车规芯片销售占比为15.9%：84.1%； 车规品 VS 非车规器件销售占比为21.0%：79.0%；

车规品销售占比
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联培项目

 Joint project
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联培政策
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联培课程
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违约赔偿

培养期间，如果有下述情况发生，须偿还公司已提供的全部联培费用（学费+在校阶段津贴）
         a. 选择放弃学习
         b. 即使完成了全部课程也没有取得最后的学业证书
         c. 在学习期间自愿退出或者因过错行为导致被辞退

※ 毕业后期间，如在已承诺的为公司工作的年限内，选择自愿离职或者因过错行为导致被辞退，
须偿还公司已提供全部联培费用（学费+在校阶段津贴） 的X%

已服务年限 偿还比率 （x%）

0-1 100%

1-2 80%

2-3 60%

3-4 40%

4-5 20%

》5 0
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福利待遇

 Welfare



专业进取                       客户至上                       人尽其才                       亲如一家

研一在司学习阶段

• 薪资5000元/月

• 缴纳五险一金

• 享受正式工福利待遇

研二研三在司阶段    

•薪资9000元/月

• 缴纳五险一金

• 享受正式工福利待遇

• 学费报销50%

毕业后阶段
   

• 薪资：按照当年校招标准

• 免试用期

• 年终奖金，完善的年度调薪机制

• 缴纳五险一金

• 享受正式工福利待遇

• 享受当地人才政策（房租补贴、

购房补贴等）

福利待遇



安徽省池州市金光大道88号

+86-0566-2220801

18705667767   刘毅芳

同建和谐 实现共赢


